ESD w sprzecie elekfronicznym

Powaznym problemem wystepujacym w sprzecie

elektronicznym jest zjawisko, wyladowania

elektrostatycznego, ESD (Electrostatic Discharge), pmogace

w kranicowych przypddkach doprowadzié do jego

trwalego uszkodzenia lub spewodowaé bledy

w przesylanych danych.

W artykule przedstawiamy kroétki przeglad elementow

produkowanych przez firme Littelfuse, ktoére

minimalizujq niebezpieczenstwo uszkodzen sprzetu

elektronicznego.

Wyladowanie ESD - co to
jest?

Wyladowanie elektrostatyczne ESD jest
to przeskok adunku elektrycznego mie-
dzy dwoma obiektami. Typowym przy-
kiadem jest wyladowanie jakiego do-
$§wiadczy osoba, ktéra przejdzie po pod-
todze wylozonej wykladzina syntetyczna,
a nastepnie dotknie klamki metalowych

drzwi lub innego metalowego, uziemio-
nego przedmiotu (rys. 1). W momencie
dotyku nastapi przeskok matej iskry
i mozna uslyszeé¢ cichy trzask.

Zjawisko ESD rozpoczyna sie w momen-
cie generowania elektrycznosci statyczne;j.
Gdy jeden material (np. podeszwy butéw)
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dotyka innego materialu (wyktadzina pod-
fogowa), po ich oddzieleniu wytworzy sie
ré6znica potencjaléw elektrycznych. Elektro-
ny z wykladziny podlogowej ,przechodza“
na zewnetrzna powierzchnie czlowieka, co
powoduje przewage na podlodze ladunkéw
dodatnich. Poziom elektrycznosci statycz-
nej, wzrasta do wartoci maksymalnej, jesli
wczesniej nie nastapi zetkniecie sie czlo-
wieka z powierzchnia posiadajaca przeciw-
ny tadunek elektryczny.

Zjawisko ESD ré6zni sie od innych zna-
nych przypadkéw przepieé¢ (przepiecie
udarowe, przepiecie laczeniowe) tym, ze
czas powstania zjawiska od zera do mak-
simum jest bardzo krétki. Nie przekracza
on 1ns. Przy innych przypadkach prze-
pie¢ czas ten dochodzi do mikrosekundy.
Miedzynarodowa Komisja Elektrotechnicz-
na (IEC) opracowala model zjawiska ESD
dotyczacy czlowieka (rys. 2). Model ten
zostal wykorzystany w testach IEC, aby
okresli¢, na ile systemy (komputery, sieci
teleinformatyczne, telefony komoérkowe
itp.) sa wrazliwe na zjawisko ESD.

Szkodliwosé zjawiska ESD

Dla czlowieka zjawisko ESD jest tylko
nieprzyjemnym, chwilowym odczuciem,
nie powodujacym zadnej fizycznej szkody.
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DZESPOV¢LY

Fot. 6

Inaczej jest w przypadku aparatury elekt-
ronicznej. ESD nie stanowi niebezpieczen-
stwa dla czlowieka, ale prad i napiecie po-
wstajace w wyniku ESD moga powodowac
zaklécenia w pracy sprzetu elektroniczne-
go lub trwale jego uszkodzenie.

Przykladowo technik montujacy sie¢
komputerowa, wskutek przesuwania lub
laczenia sprzetu elektronicznego z prze-
wodami, moze nieumy$lnie spowodowaé
wyladowanie ESD (rys. 3). Zjawisko ESD
nie stanowi zagrozenia, je$li wyladowanie
nastapi przez obudowe metalowa sprzetu.
W tym przypadku prad ESD przeplynie
z chassis do uziemienia obudowy. Gorzej
jest, gdy prad ESD zostanie skierowany
na magistrale sygnalowa systemu. W tym
przypadku prad i napiecie ESD moga
uszkodzi¢ uklady scalone systemu.

Uklady scalone sa zabezpieczone przed
napieciem ESD do 2000V. Czlowiek na-
tomiast moze wygenerowaé¢ napiecie ESD
do 15000V. Ten poziom napiecia moze
uszkodzi¢ uklady scalone.

Problem wyladowan ESD dotyczy row-
niez uzytkownikéw telefonéw komérko-

Szybko$é transmisiji

wych, komputeréw i innego rodzaju

sprzetu elektronicznego.

Jesli zjawisko ESD wystapi w systemie
elektronicznym moze to spowodowac:

- CzeSciowe znieksztalcenie strumienia
danych lub zakl6cenia pracy systemu.
Jest to stan chwilowy, ktéry mozna usu-
na¢ korygujac dane lub prace systemu.

- Element elektroniczny wchodzacy
w sktad systemu jest czeSciowo uszko-
dzony z powodu ukrytej wady, ale na-
dal dziala poprawnie. Przy wystapie-
niu zjawiska ESD nastapi przedwczes-
ne uszkodzenie systemu.

- Nastapi trwale uszkodzenie elementu
operacyjnego systemu. Wynikiem tego
moze by¢, np. przebicie zlacza, topnie-
nie polaczen, itp. Tego rodzaju uszko-
dzen nalezy szczegélnie unikac.
Kazdy z tych przypadkéw wymaga sto-

sowania odpowiednich zabezpieczen.

Szczegb6lnie odnosi sie to do przypadku

wymienionego w ostatnim punkcie.

Metody skutecznego

rozwiazania problemu ESD
Littelfuse wyszed! naprzeciw potrze-

bom konstruktoréw sprzetu elektronicz-

nego. Firma przedstawila bogata oferte

produktéw, ktérych zastosowanie sku-

tecznie likwiduje zjawisko ESD. Oferta

zawiera trzy grupy produktéw:

- Wielowarstwowe warystory MLV (Mul-
tiLayer Varistors) - fot. 4,

- Krzemowe matryce diodowe SP72x
i SP050x - fot. 5, 6 i7,

- Polimerowe elementy tlumiace (Pulse-
Guard Suppressors) - fot. 8.
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Warystory MLV sa zbudowane z warstw
elektrod metalowych i ceramicznych z na-
lozonym tlenkiem cynku. Jesli nie ma za-
ki6cen, elektroda ceramiczna pokryta
tlenkiem cynku dziala jak izolator. Przy
wzroécie napiecia, gdy wystapi przepie-
cie o duzej warto$ci, granice ziaren krysz-
tatkow tlenku cynku zmieniaja rezystan-
cje z wysokiej na mala. W ten sposéb
przepiecie zostanie ,zwarte“ z zabezpie-
czanej linii do masy zasilania. Elementy
MLV sa najskuteczniejsze w tlumieniu
ESD. Wykorzystuje sie je do ochrony
elektroenergetycznych linii sterowania
i linii transmisji danych. Do grupy tej na-
leza warystory typu MLA, MLE, MHS
i MLN. Ich pojemno$é wynosi 3...4,5pF,
napiecie pracy 3,5...120VDC.

Krzemowe matryce diodowe serii SP72x
i SPO5xx stosuje sie do zabezpieczania li-
nii sterowania, linii przesylania danych.
Ich pojemno$¢ wynosi odpowiednio 3...5
pF i3..39 pF. Napiecie pracy dla SP72x
wynosi 35VDC, a dla SP050 do 5,5VDC.

Polimerowe elementy tlumiace (Pulse-
Guard Suppressors) réznia sie od omo-
wionych wyzej tym, Zze mozna je stoso-
waé jedynie do zabezpieczen przed zja-
wiskiem ESD. Zastosowany w ukladzie
polimer nie moze pracowaé przy wiek-
szym poziomie energii, np. przy wysta-
pieniu fali udarowej. Uklady te posiadaja
najnizsza pojemnos$¢ 0,050 pF. Napiecie
pracy wynosi 24VDC. Stosuje sie je w li-
niach sterowania i przesylania danych.

Podsumowanie

W artykule zasygnalizowano jedynie moz-
liwosci oferowane przez produkty firmy Lit-
telfuse, bez wglebiania sie w technologie ich
produkcji, jak réwniez w parametry tech-
niczne. Szersze informacje na ten temat
znajduja sie w katalogach i ulotkach (wybra-
ne materialy techniczne publikujemy na CD-
EP6/2002B). Pomocny w doborze wlasciwej
rodziny elementéw moze by¢ takze rys. 9.
Zbigniew Szczerbowski, EKOL

Dodatkowe informacje

Artykut powstat na bazie materiatow firmy
Littelfuse.

Dodatkowe informacje s dostepne:
- naplycie CD-EP6/2002B,
- w Internecie pod adresem www.littelfuse.com,
- U przedstawiciela firmy Littelfuse: Ekol, tel. (22)
864-73-56, e-mail: fuses@poczta.onet.pl.
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